
部門 職缺 工作內容

佈局工程部 3

1.Virtuoso tools use

2.Hercules & Calibre debug tools

3.DRAM佈局

特性驗證部 1

1.實驗室儀器/設備整理

2.委外加工相關業務

3.特性測試數據資料整理

4.工程委測相關業務

功能分析部 1

1. 協助委託DRAM排測工作事務

2. 工程品領貨繳貨工作事務

3. 使用程式語言(C, C sharp)開發分析工具

4. 測試資料分析與圖檔建立

系統管理部 3

1. 保管單歸檔

2. 庫房、電腦與備品整理報廢

3. 軟體安裝與SCCM Agent佈署率跟催。

4. 新人電腦撥發與電腦硬體故障維修。

系統應用開發部 2

1.協助OA應用系統舊有開發技術翻新

2.程式設計委託案之協助開發

3.協助應用系統上線前測試工作

4.協助開發文件撰寫

消費產品工程部 2

1.後段工程實驗批進度查詢.

2.後段工程品回貨

3.協助IC端物性故障分析單申請與送件

4.後段產線良率資料收集與報表產出.

5.EDA系統分析.

6.後段良率表現與前段製程機台或參數關

聯性分析.

行動產品工程部 2

1. 協助工程人員領用要分析的wafer/IC.

2. 產線實驗批進度追蹤.

3. 維護晶圓良率日常報表

4. Daily/Weekly良率整理及分析.

5. 產線工程實驗流程掌控

6. 產線實驗良率統計及整理.

7. 基礎良率分析及產線上電子異常單處

理.



產品應用分析部 2

1. 協助國外快遞收發

2. 採購領料/收料作業

3. 工具/儀器盤點

4. 植球/SI Card製做

5. 系統驗證/測試作業

6. 協助新產品驗證分析

7. 新平台測試/架設

客訴分析部(模擬) 1

1.部門資料整理、協助其他同仁相關事項

2.了解公司產品種類、學習產品模擬知識

，協助部門操作模擬軟體提供產品的相

關模型

客訴分析部(實驗室) 1

1.將所學更新至報告，以利新進工程師/

工讀生加速上手

2.針對實驗室內測試MB解碼，以利

DRAM單體測試

 後段測試部 1

1.外包廠驗證資料與追蹤

2.Temperature & Bin Yield monitor

3.監控程式撰寫與設定

4.外包廠監控軟體操作與開發

晶圓測試設備課 1

1.異常板件與針測卡分析

2.針測卡出入廠檢驗作業

3.板件出入廠檢驗作業

元件工程部 2

1.整理實驗室，機台保養

2.RF 高頻量測

3.MOSFET 基本電性量測，I-V, C-V curve,

可靠度量測

合計 22
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